
本样本手册中记载的产品规格如有变更，恕不一一奉告。订购以及使用之前，请仔细确认规格表的内容。
用于车载设备、医疗设备、航空设备以及其它涉及人身安全、或可能引起重大损失的设备上时，请务必事先与我公司联系。这些产品在这类用途中出现故障或失灵可能导致人身事故或严重损坏。

Specifi cations given herein may be changed at any time without prior notice. Please confi rm technical specifi cations before you order and/or use.

Contact our sales representatives before you use our products for applications including automotives, medical equipment and aerospace equipment.

Malfunction or failure of the products in such applications may cause loss of human life or serious damage.
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表面贴装成形  Surface mounted device style lead forming
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■ 成形状态　Forming style

■ 额定值　Ratings

■ 包装规格 　Packaging Specifications

■ 推荐焊接区尺寸　Recommended Pad Dimensions

型号
Type

成形产品名称
Forming Type Name

Carrier tape符号
Carrier Tape

成形尺寸　Forming Dimension（mm） 包装数量/卷
 Q’ty/Reel
（pcs）

質重量　Weight（g）

P±1 T A±0.5 d 卷　Reel NET/1000pcs

MOS（X）1 N14.5 TEB 14.5 5.0±0.5 4.8 0.8 1,000 700 350

MOS（X）2
SPR（X）2
RCR75
CW2

N17 TEB 17.0 6.0±0.5 5.8 0.8 1,000 900 600

MOS（X）3
SPR（X）3
RCR100
CW3

N20 TEG 20.0 7.5±1 6.5 0.8 900 1,800 1,400

 需要使用专用喷嘴。使用时请另行咨询。
 Need a dedicated nozzle for automatic mounting. Please inquire to us before use.

型号
Type

成形产品名称
Forming Type Name

焊接区尺寸

A B C D

MOS（X）1 N14.5TEB 12.5 16.5 7.0 2.0

MOS（X）2

SPR（X）2

RCR75

CW2

N17TEB 14.6 19.4 8.0 2.4

MOS（X）3

SPR（X）3

RCR100

CW3

N20TEG 17.6 22.4 9.5 2.4

APPENDIX C

● Carrier tape: TEB (N14.5, N17)
（mm）
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N14.5TEB：4.9

N17TEB：5.9

● Carrier tape: TEG (N20)
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● Reel （mm）
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焊接区　Solder pad

部件　Component
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